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CIETE NA MIARE

Instrukcja czyszczenia powierzchni przy uzyciu IPT™ Dust Buster

Wprowadzenie

Prawidiowe przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania trwatego
i niezawodnego potfaczenia tasmg samoprzylepna. Nawet niewielkie zabrudzenia, kurz,
ttuszcz lub wilgo¢ moga znaczaco zmniejszy¢ site klejenia i doprowadzi¢c do
przedwczesnego odklejenia tasmy. Dlatego przed aplikacjg zawsze nalezy starannie
oczyéci¢ powierzchnie. Srodek Dust Buster skutecznie usuwa zanieczyszczenia bez

pozostawiania resztek i jest bezpieczny dla wiekszosci standardowych materiatow.

Krok 1: Przygotowanie powierzchni

Upewnij sie, ze czyszczona powierzchnia jest sucha i ustabilizowana
temperaturowo na poziomie pokojowym (18-25°C). W przypadku powierzchni
wychtodzonych lub nagrzanych odczekaj do wyrownania temperatury, aby unikng¢

kondensacji wilgoci.

Krok 2: Dobor materiatow

Do czyszczenia uzywaj wylacznie czystych, bezpytowych Sciereczek lub czysciw
przemystowych. Widkniste lub zanieczyszczone S$ciereczki moga wprowadzaé nowe

zabrudzenia i pogorszy¢ jakosc¢ klejenia.

Krok 3: Aplikacja srodka Dust Buster

Nanies niewielkg iloé¢ Dust Buster na S$ciereczke, a nie bezposrednio na
powierzchnie, aby unikng¢ nadmiernego zwilzenia materiatu. Uzywaj srodka umiarkowanie

- powierzchnia powinna by¢ zwilzona tylko na tyle, by rozpusci¢ zabrudzenia.
Krok 4: Czyszczenie powierzchni

Przetrzyj powierzchnie ruchem jednostajnym, zawsze uzywajac czystej czesci

$ciereczki. Przy wiekszym zabrudzeniu powtérz proces, zmieniajac Sciereczke na nowa.
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Krok 5: Suszenie powierzchni

Pozwdl powierzchni catkowicie wyschngé, aby Dust Buster odparowat bez
pozostawiania osadu. Aplikacje tasmy rozpocznij dopiero po catkowitym wyschnieciu

powierzchni.

Typowe btedy podczas czyszczenia
e Zbyt duza ilos¢ srodka czyszczacego - nadmiar ptynu moze prowadzi¢ do

zawilgocenia powierzchni i ostabi¢ dziatanie kleju.

¢ Niewtlasciwe $ciereczki - uzycie brudnych, pylacych lub pozostawiajacych wtdkna

materiatdow moze negatywnie wptynac na jakosc potaczenia.

¢ Pomijanie etapu suszenia - naklejanie tasmy na niedosuszong powierzchnie

prowadzi do szybkiej utraty przyczepnosci.

¢ Niedostateczne czyszczenie - jednokrotne przetarcie mocno zabrudzonej

powierzchni czesto nie jest wystarczajace; proces trzeba powtdrzyc.

Typy powierzchni odpowiednie do czyszczenia Dust Buster
Srodek czyszczacy Dust Buster jest bezpieczny* dla wiekszosci materiatdw
o wysokiej energii powierzchniowej, takich jak:
e metale (np. stal, aluminium),
e szkio,

e tworzywa sztuczneo wysokiej energii powierzchni (np. ABS, poliweglan, twarde
PCW),

o gtadkie drewno,
e kamien i ceramika.

Uwaga: Przy powierzchniach delikatnych (np. lakierowanych, miekkim PCW, gumach)
przed petnym czyszczeniem zaleca sie wykonanie proby w mato widocznym miejscu, aby

upewnic sie, ze Dust Buster nie powoduje odbarwien lub uszkodzen.

* - Srodka nie nalezy stosowaé do czyszczenia szkla akrylowego (PMMA), ze

wzgledu na mozliwo$¢ zmatowienia powierzchni.
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